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Abstract of DE1 9809349 

With no intermediate handling, the disc 
substrate (4) is transferred directly from 
injection molding (1) by its extractor (2), onto 
the cooling wheel (3) for conditioning. Again 
with no intermediate handling, the disk is 
delivered directly from the holder on the wheel, 
to the multilayer metallizer (12) input location. 
The now-metallized substrate is transferred 
directly in a single handling stage, into the 
fully-integrated lacquering process pot (11) of 
the lacquering- and inspection module (10). 
Preferred features: The substrates, seating 
directly in substrate holders of the cooling 
wheel, are transferred directly with no 
intermediate handling into the following 
multilayer metallizing machine input position. 
The cooling wheel has several holding 
positions. Each carries the substrate round 
once or many times, in accordance with 
conditioning requirements. This rotation takes 
place in a sealed clean room, taking 
advantage of its conditioning system (5). Only 
one transfer handling takes the substrate from 
the metallizer into the lacquering process pot. 
The ensuing processes, lacquering and 
inspection (8), are arranged successively in a 
compact module. The arrangement 
manufactures CD-audio, CD-R, CD-ROM, 
DVD (digital versatile.disk), DVD-R, DVD- 
RAM, CD-RW (CD re-writable), MD (mini disc), 
MD-MO and/or similar items. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(3) Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung von scheibenartigen Substraten, wie beispielsweise 
Informationstragern 

(57) Bel bekannten Fertigungsanlagen sind die einzelnen 
Prozeft-Maschinen relativ weit auseinanderliegend an 
Transport-Conveyoren angeordnet. Fur das Bearbeiten 
und Transportieren der Substrate werden eine Vielzahl 
von verschiedenartigen Handlingssystemen verwendet. 
Bei der neuen Vorrichtung und dem Verfahren wurde eine 
sehr kompakte Anlage mit einem Minimum an Handlings- 
systemen konzipiert, welche die Produktion dieser Sub- 
strate auf schonendste Weise unter Reinraumbedingun- 
gen erlaubt. 

Das Substrat (4) wird mittels eines Entnahmegerates aus 
der Spritzgu&maschine {1 ) entnommen und auf Substrat- 
aufnahmen, welche auf einem Kuhlrad angeordnet sind, 
aufgesetzt. Die Substrate (4) takten nun einmal oder je 
nach Ausfuhrung des Kuhlrades mehrmals rundum, um 
auf eine wohldefinierte ProzeBtemperatur abzukuhlen, 
bevor sie an der Input- Station (6) der Multilayer-Metali- 
siermaschine (12) ubergeben werden. Die beschichteten 
Substrate {4) werden nachfolgend mittels nur eines Sub- 
stratwechsel-Handlings (7) von der Multilayer-Metalisier- 
maschine (12) entnommen und in den Lackierprozefctopf 
(11) des Lackier-lnspektionsmodul (10) abgegeben. Die 
nachfolgende Trocknung der Schutzlackschicht und die 
Inspektion der Substrate ist ebenfalls aufcerst kompakt in 
das Lackier-/lnspektionsmodul (10) integriert. Die fertig 
behandelten Substrate werden in der Output-Position (9) 
abgegeben. 

Die Vorrichtung und das Verfahren kann generell zur Her- 

Stftlllinn von sr.hpih**nartinan Suhctraton tA/Io lr>frtrrr»otI. 
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Beschreibung 



Vorliegende Erfindung belrifft eine Vorrichtung und ein 
Verfahren zur Herstellung von scheibenartigen Suhst.rat.en in 
dcr Dalenspeicherlechnik beziehungsweise von Informati- 
onstragern welche .vom Enlnahmegerat der SpritzguBma- 
schine ohne jegliche Zwischenhandlings direkt mittels eines 
Kuhlrad-Konditioniersysteins ubernomnien und an die 
nachfolgenden Metallisierprozesse abgegeben werden kon- 
nen und nach der Metallisierung mit nur eineni Subsirat- 
Wechselhandling direkt in das nachgeschaltete Schutz- 
Lackier-/Inspektionsmodul abgegeben werden konnen. 

Auf dem. Gebiet der Datenspeichertechnik; werden bei- 
spielsweise scheibenartige Substrate bzw. Informationstra- 
ger wie die CD, DVD ? CD-RW, MD, MD-MO entlang von 
Ferligungsslrafien verschiedenen Bearbeitungsprozessen 
umerworlen. Dabei vvird in der Regel von einer SpritzguB- 
maschine das gcsprilztc Substrat mittels Entnahmcgcratund 
Zwischeniibergabe-Handling an die BearbeitungsstraBe 
ubcrgcbem wobei beispielsweise in seitlich angeordneten 
Bearbeitungssiaiionen wie die Beschichlungsmasehinen fur 
die Metallisierung, die Schutzlackierung, das Qualitalspruf- 
sysleiii und dergleichen, die Informationstrager bearbeitet 
bzw. konlektioniert werden. Dabei gilt es insbesondere jeg- 
liche Substralbeschadigung nioglichsl zu veniieiden und die 
Konl ami nation der zu produzierenden Substrate mil 
Schmutzpartikeln auf ein Minimum zu reduzieren. 

Dabei hat sich nun gezeigt. daB die Herstellung und 
Handhabung der Substrate insbesondere der relativ neu am 
Markt erhall lichen Datenspeicher wie die DVD (Digitale 
Versilile Disc), MD-MO (Minidisc-Manget-Optical) und die 
CD-RW (CD-Re Writable) bezuglich Substrat-Konditionie- 
rung, Kontaminationsrisiko und Substratverletzungsgefahr 
durch die Handhabung mittels Automationskomponenten, 
wahrend dem BearbeilungsprozeG und Transport, wahrend 
der einzelnen HerstellprozeB-Schritle sich auBerst kritisch 
auf die erreichbare Subslral-Qualital auswirken kann. 

Zur Realisicrung der erwahnlen Vorrichtungen und Ver- 
fahren wird in bckannien Vorrichtungen vorgeschlagen, daB 
die Substraie mittels Zwischenubergabehandling vom Ent- 
nahmegeral der SpritzguBmaschine entnommen und auf li- 
neare oder runde Transport-Con veyoren abgegeben werden. 
Die weitere Zufiihrung der Substraie zu den einzelnen Bear- 
beitungsprozessen, welche je weils seitlich an den Transport- 
Con veyoren angeordnel sind, wie das Metallisieren, Lackie- 
ren, Inspizicren crfoigt jeweils niittel eines oder durch meh- 
rere pro Prozefiiuaschine zugeordnete Obergabe- Handlings, 
wobei der Nachteil besiehl, daB einerseits durch die Auf- 
spaltung des Produklcfiusses und die Anhaufung von Auto- 
mations-Handhabungsgcraten die Gefahr der Beschadigung 
und Kontami nation relativ hoch ist. Zudem wird fiir diese 
Verfahren cine wesenllich groBere Produktionsgrundflache 
benotigt. 

Es ist daher eine Aufgabe der vorhegenden Erfindung 
eine Vorrichlung und ein Verfahren der beschriebenen An 
zu schaften, mil welcher auf einfachste Art. und Weise Sub- 
strate auBersl schonend, mil eincm moglichst geringen Kon- 
taminalionsrisiko und dcr nolwendigen erforderlichen Sub- 
slatkonditionierung mil nioglichsl. wenig Substratumselzun- 
gen auf nioglichsl kleinstem Raum hergestellt werden kon- 
nen. 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe durch eine Vorrich- 
lung insbesondere nach Anspruch 1 gelost. 

Die Funktionsweise der erfindungsgemaBen Vorrichtung 
ist in dcr bcilicgcndcn Fig. 1 dargcslcllt und wird nun nach- 
folgend beschrieben. 

ErfindungsgemaB wird eine Vorrichtung und ein Verfah- 



Weise mil eineni Minimum an Bcruhrung durch Handha- 
bungskomponenlen und mil. der erflSrderlichen nolwendigen 
Kondilionierung in der nolwendigen Reinumgebung herge- 
stellt werden konnen. Das Transportieren und Konditionie- 
5 ren derSubstraleerfolgi auf nureinem Kuhlrad. Hierzu wer- 
den die Substrate direkt ohne jeglic lies Zusatzhandling vom 
Enlnahmegerat der SpritzguBmaschine auf die Subslratauf- 
nalimen des Kiihlrades aufgesetzt. Zuroplimalen Kondilio- 
nierung kann nun das Substrat. ein- oder mehrmals rundum 
10 getaktet werden, bevor es wiederum direki ohne wei teres 
Zwischenhandling von der selben Substrataufnahme der 
nachlblgenden Metallisiermaschine ubergeben werden 
kann. 

Die erfindungsgemaB beschriebene Vorrichtung und das 
15 Verfahren hat im Vergleich zu den bekannten Vorrichtungen 
und Verfahren den Vorteil, daB das Substrat nur jeweils ein- 
mal bei der Obergabe von der SpritzguBmaschine und bei 
dcr Metallisiermaschine und nachfolgcnd von dcr Metalli- 
siermaschine zum Lackier-ZInspektionsmodul. umgesetzt 
20 wird und somit die minimalsten Beschadigungsrisiken bie- 
tet. Durch das Minimum an Handlinssystemen und der Me- 
chanik wird das Kontaminationsrisiko, verursacht durch 
mechanischen Abrieb, Turbulenzen auf ein Minimum redu- 
ziert. Zudem kann gleichzeitig die Kondilionierung der Sub- 
25 slrale auf dem Transport- Kuhlrad realisiert werden. 

Bevorzugte Ausfuhrungsvarianlen der erfindungsgemaB 
definierten Vorrichtung sind in den Anspruchen 2-8 charak- 
terisiert. 

Die Erfindung wird nun beispielsweise unter Bezug auf 
30 die beigefugte Fig. 1 naher erlautert. 

Die Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung und ein Verfahren zur 
Herstellung von scheibenartigen Infomiationstragern in 3D- 
Darstelluiig. 

Mittels Entnahmegerat 2 werden die Substrate 4 aus der 

35 SpritzguBmaschine 1 direkt auf die Substrataufnahmen ei- 
nes daneben angeordneten Kiihlrades 3 aufgesetzt und nach 
ein- oder mehrmaligem Rundumtakten, bei gleichzeitiger 
Konditionierung mittels Konditioniersystem 5 auf eine 
wohldefinierbare Substrattemperatur gebracht, bevor die 

40 Substrate 4 wiederum direkt ohne jegliches Zwischenhand- 
ling vom Kuhlrad 3 in der Input-Position 6 in die Multi- 
layer-Met allisiennaschine 12 eingespeist werden, nachdem 
zuvor ein Substrat-Wechsel handling 7 das beschichtete Sub- 
strat aus der Multilayer-Metaliisieniiaschine 12 an der In- 

45 putposition 6 entnommen und dem nachgeschalteten 
Lackier-ZInspektionsmodul 10 zugefiihrt hat. Die Substrate 
4 werden vom Substrat- Wechselhandling 7 von der Multi- 
layer-Metallisiennaschine 12 direkt in den LackierprozeG- 
topf 11 abgesetzt und nach der Trocknung und Inspektion 8 

SO direkt auf den Output 9 gebracht. 

Die Funktionsweise der erfindungsgemaB in der Fig. 1 
dargestellten Vorrichtung wird nun nachfolgend beschrie- 
ben. 

Die Substrate 4 werden in der SpritzguBmaschine 1 her- 
55 gestellt und mittels des in der SpritzguBmaschine 1 inte- 
grierten Entnahmegerates 2 auf die Substrataufnahmen, 
welche rundum auf dem Kuhlrad 3 angeordnet sind, aufge- 
setzt. In . der Ubergabestation wird die Substrataufnahme 
entspannt, so daB keinerlei mech. Verletzung entstehen 
60 kann. Nach erlblgtem Aufsetzen des Substrates wird das 
Substrat mittels Vakuum oder mittels mech. Spann- bzw. 
Halteelemente gehallen. Das mit horizonlaler Drehachse an- 
geordnete Kuhlrad 3 kann je nach Bedarfsfall mil einer Viel- 
zahl von Substaraufnahmen versehen werden, wobei sich 
65 durch die Anordnung dcr Elcmcntc die Moglichkcit crgibt 
die Substrate 4 ein- oder mehrmals rundum zu taklen urn die 
gewunschle definierbare Kondilionierung, welche mittels 
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crhaUen. Die Konditionierung wird beispielsweise milt els 
ionisierter, rein gefilterter Lufl bzw. Reinluftuberdruek, er- 
zeugl. An der Input-Position 6 der Multilayer-Metallisier- 
maschine wird das Substrat 4 auf der Substrataufnahme sir- 
zend, mitlels eines Hubelemenles, in die Ubergabeposiiion 5 
zur Metallisiermaschine gebracht. Somit isr es moglich das 
Substrat. ohne zusatzlich notwendiges Umsetzen, mitlels 
weilerer Handlingssystemen, direkt in die Multilayer-Met al- 
ii siermaschine 12 zu ubergeben. Die meiallisierten Sub- 
strate 8, welche aus der Multilayer-Metallisiermaschine 12 10 
via Input-Position 6 vom Substrat- Wechselhandling 7 ent- 
noinmen werden, werden nachfolgend direkt in den Lackier- 
prozeBlopf 11 des Lackier-ZInspektionsmoduls 10 abgesetzt, 
mil Schutzlack benetzt, abgeschleudert und nachfolgend ge- 
trocknet. Nachfolgend wird das Substrat in dem vollinte- 15 
grierlen Inspeklionsmodul qualitatsgepriift und tiber den 
Output 9 auf ein Speichersystem ausgegeben. 

Aufgrund der Funktionsbcschrcibung der Vorrichtung 
und des Verfahrens der Fig. 1 ergibt. sich nun deutlich, daB 
sich die Reinhaltung und Konditionierung der Substrate, mil 20 
dem vorgeschlagenen System, die groBtmogliche Schonung 
der Substrate, die opt i male ProzeBumgebung und Substrat- 
temperalur erreichen laBt. 

Bei der in Fig. 1 dargestelUen Vorrichtung handelt es sich 
nur um ein Beispiel, urn den Grundgedanken der vorliegen- 25 
den Erfindung naher zu erlautern. Selbstverstandlich kann 
die erfindungsgeniaB definierte Vorrichtung auf x-beliebige 
Art. und Weise abgeandert, modifiziert oder durch weitere 
Komponenlen erganzt werden. Wesentlich ist, daB die Sub- 
strate mittels des Entnahmegerates der SpritzguGmaschine 30 
direkt ohne weiteres Zwischenhandling auf eine Substrat- 
aufnahme eines Kuhlrades aufgesetzt werden und nachfol- 
gend wiederum ohne jegliches zusatzliches Handling direkt 
von den Substrataufnahmen des Kuhlrades an die Metalli- 
siermaschine weitergegeben werden konnen, wobei die me- 35 
tallisierten Substrate mittels eines Substrat -Wechselhand- 
lings auf das nachfolgende ProzeBmodul fur die Lackierung 
und Inspektion abgegeben werden kann. 

So ist es auch unweseritlich, ob es sich um eine Vorrich- 
tung oder ein Verfahren fur die Hersiellung von CD, DVD, 40 
CD-ROM, CD-R, DVD-R, DVD-RAM, CD-RW, MD, MD- 
MO und, oderdergleichen, oder generell um scheibenartige 
Infomiationstrager handelt. Auch die angedockten ProzeB- 
maschinen, oder ProzeBmodule, welche fur die Herstellung 
der verschiedenarligen Substrate benoligt werden, sind un- 45 
erheblich. Die beschriebene Erfindung ist geeignet fur die 
Herstellung irgend. welcher rundem scheibenartigen Me- 
dien. 



und direkt in den volliniegriencn LackierprozeBtopf 
(11) dem Lackier- und InspektiSnsmodul (10) uberge- 
ben werden. 

2. Vorrichtung, insbesondere nach Anspruch 1. da- 
durch gekennzeichnet, daB die Substrate (4) vom Ent- 
nahmegerat (2) von der SpritzguBmaschine (1) direkt 
ohne ein Zwischenhandling auf ein nachfolgendes 
Kuhlrad (3) ubergeben werden konnen. . 

3. Vorrichtung, insbesondere nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Substrate (4) welche auf 
den Substrataufnahmen des Kuhlrades (3) silzen, direkt 
ohne ein weiteres Zwischenhandling in die nachfol- 
gende Muluiayer-Metallisiermaschine (12). an deren 
Input -Position (6) ubergeben werden konnen. 

4. Vorrichtung, insbesondere nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Kuhlrad (3) eine Viel- 
zahl von Substataufnahmepositionen aufweisen kann 
und jc nach Erfordcrnisscn die Substrate (4) cinmal 
oder mehrmals zur Konditionierung rundum transpor- 
ts eren kann. 

5. Vorrichtung, insbesondere nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Substrate (4) wahrend 
des Transportierens auf dem Kuhlrad (3) in einem ge- 
kapselten reinen Raum mittels Konditioniersystem (5) 
kondilioniert werden konnen. 

6. Vorrichtung, insbesondere nach Anspruch 1 da- 
durch gekennzeichnet, daB die metallisierten Substrate 
(4) von der Input-Position (6) der Multilayer-Metalli- 
siermaschine (12) mit nur einem Substrat -Wechsel- 
handling (7) ubernommen und direkt in den Lackier- 
prozeBtopf (11) ubergeben werden konnen. 

7. Vorrichtung, insbesondere nach Anspruch 1 da- 
durch gekennzeichnet, daB die nachfolgenden Prozesse 
Schutzlackierung (11) und Inspektion (8) in einem 
konipakten Lackierer-/Inspektionsmodul (10) nachein- 
ander angeordnet sind. 

8. Anordnung zum Bearbeilen, wie SpritzgieBen, Kon- 
ditionieren, Metallisieren, Lackieren und Inspizieren 
von scheibenartigen In formations iragern in der Da ten- 
tragertechnik wie CD-Audio, CD-R, CD-ROM, DVD 
(Digitale Versitale Disc), DVD-R, DVD-RAM, CD- 
RW (CD-Re Writables), MD (Mini Disc), MD-MO und 
dergleichen. aufweisend eine Vorrichtung nach den 
Anspruchen 1 bis 7. 



Hierzu 1 Seite(n) Zeiehnungen 



Patentahspruche SO 

1. Vorrichtung und Verfahren zur Herstellung von 
scheibenartigen Substraten (4) in der Datenspeicher- 
technik, bzw. von Informal ionstragern mittels Spritz- 
guBmaschine (1), Multilayer-Metallisiermaschine (12), 55 
Schutzlackier- und Inspektionssystem (10), welche 
ohne Ubergabehandling direkt ab der SpritzguBma- 
schine (1) von dessen Entnahmegerat. (2) ubemonnnen 
und auf ein Kuhlrad (3) zur Konditionierung der Sub- 
strate (4) ubergeben werden und nachfolgend wie- 60 
derum ohne Zwischen ubergabehandling, direkt von der 
Substrataufnahme des Kuhlrades (3) in die Multilayer- 
Metallisiermaschine (12) an deren Inpul-Position (6) 
abgegeben werden. Die Entnahme der metallisierten 
Substrate (4) crfolgt cbenfails in der Input-Position (6) 65 
der Multilayer- Melallisiennaschine (12), von welcher 
aus die Substrate (4) mittels nur eines Handlings von 

tier Mill til ^vpr-MpJfllliciprrv^c^htnja HTl tiKomr>nHv»An 
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